


~ 最新のWEBセミナー・イベントはこちらから ~

FlexSEM 1000Ⅱを用いた樹脂中遺物の解析
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分析装置：FlexSEM 1000、 Oxford AZtecOne
観察条件：加速電圧： 20 kV ： 低真空

図2．樹脂中異物の元素マッピング像

加速電圧： 20 kV
信号： 低真空反射電子

（b）樹脂中異物の光学顕微鏡画像（SEM MAP）（a）樹脂中異物のSEM画像（観察倍率：150倍）

図1．樹脂中異物のSEM画像とSEM MAP画像

走査電子顕微鏡 FlexSEM 1000 IIの主な仕様

分解能※
4.0 nm（二次電子像、加速電圧：20 kV、高真空モード）
15.0 nm（二次電子像、加速電圧：1 kV、高真空モード）
5.0 nm（反射電子像、加速電圧：20 kV、低真空モード）

加速電圧 0.3 kV～20 kV

倍率
×6～×300,000 （写真倍率）
×16～×800,000 （モニター表示倍率）

低真空設定 6～100 Pa
電子銃 プリセンタードカートリッジフィラメント
最大試料サイズ 80 mm径（オプション：153 mm径）
最大試料高さ 40 mm

主なオプション
検出器 高感度低真空検出器（UVD2.0）/エネルギー分散型X線検出器（EDS）
資料ステージ/ホルダ マルチ試料ホルダ/ STEMホルダ
ソフト Multi Zigzag（連続視野画像取込機能）/ Hitachi map 3D/異物検知自動化システム EM-AI

※本体と電源ボックス連結時です。
* 仕様値はシステム構成と設置環境により異なります。
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